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(54)액정표시장치의 방열구조

요약

  본 고안은 발열 광소자인 엘이디(LED)를 광원으로 사용하는 백라이트유닛(BLU)을 포함하는 액정표시장치의 방열구조

에 있어서, 판형 히트파이프와 히트싱크가 결합된 방열성능이 우수한 냉각모듈을 제공하여 제품의 신뢰성과 내구성을 향

상시킬 수 있다. 히트싱크를 액정표시장치 외부 샤시 상부 공간에 위치시켜 LED에서 발생되는 고발열량에 대응 가능하고

박형화가 가능한 액정표시장치 방열구조를 제공할 수 있다.

대표도

도 3

색인어

엘이디(LED), 백라이트유닛(BLU), 액정표시장치(LCD), 판형 히트파이프, 방열구조, 냉각구조
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명세서

도면의 간단한 설명

  도1은 본 고안에 의한 액정표시장치의 외관을 나타내는 사시도.

  도2는 종래 기술에 의한 액정표시장치의 방열구조를 나타내는 분해 사시도.

  도3은 본 고안에 의한 액정표시장치의 방열구조를 나타내는 분해 사시도.

  도4는 본 고안에 의한 또 다른 액정표시장치의 방열구조를 나타내는 분해 사시도.

  도5는 본 고안에 의한 또 다른 액정표시장치의 방열구조를 나타내는 분해 사시도.

  도6은 본 고안의 바람직한 실시예에 따른 액정표시장치의 방열구조를 나타내는 사시도.

  도7은 본 고안의 또 다른 바람직한 실시예에 따른 액정표시장치의 방열구조를 나타내는 사시도.

  도8은 본 고안에 의한 액정표시장치의 방열구조의 열원 흐름을 나타내는 설명도.

  도9는 본 고안의 바람직한 실시예에 따른 판형 히트파이프와 히트싱크의 결합 구현예를 나타내는 사시도.

  도10은 본 고안의 바람직한 실시예에 따른 액정표시장치의 상구 결합구조를 나타내는 부분도.

  도11은 본 고안의 바람직한 실시예에 적용되는 판형 히트파이프의 내부 단면을 나타내는 부분 단면도.

  (도면 주요부분에 대한 부호의 설명)

  10;외부 샤시 11;제1 샤시 12;제2 샤시

  12a;제2 샤시 경사면 20;백라이트유닛(BLU) 30;엘시디패널(LCD패널)

  40;광전달부 41;프리즘시트 42;확산시트

  43;반사시트 44;도광판 50;엘이디패키지회로기판(LED패키지회로기판)

  51;엘이디(LED) 60;백라이트유닛프레임(BLU프레임) 70:제어판

  100;방열판 110a;측면 환기구 110b;상면 환기구

  110c;경사면 환기구 120;분리벽 200;판형히트파이프

  211;판형 히트파이프 컨테이너 212; 판형 히트파이프 채널

  220;히트싱크 230;냉각팬

고안의 상세한 설명

고안의 목적

고안이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
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  본 고안은 엘이디(이하 LED)를 광원으로 하는 백라이트유닛(이하 BLU)을 포함하는 액정표시장치의 방열구조에 관한 것

으로, 보다 상세하게는 LED에서 발생되는 열을 외부로 방열함에 있어, 열이송 능력이 일반금속에 비하여 매우 우수한 히

트파이프를 열이송매체로 이용하고 액정표시장치 외부 샤시 상부 공간에 히트파이프로 이송된 열을 방열하는 히트싱크를

위치시킨 방열구조를 갖는다. 상기 히트파이프는 방열모듈의 박형화를 위하여 판형의 형태를 취한다.

  일반적으로 TFT-LCD 등 LCD는 자체적으로 발광할 수 없는 수광소자이므로 외부 광원의 공급이 필요하며, 이 빛을 제

공하여 주는 장치가 BLU이다. BLU에 사용되는 광원에는 냉음극형광램프(CCFL),발광다이오드(LED),면광원(FFL)등이

있다. 최근 들어 냉음극형광램프가 주도하던 광원시장에서 고수명,저전력소모,친환경적,박형화의 장점을 갖는 LED 채용

이 증가되고있다. LED 상기의 장점을 갖고 있는 반면, 광효율이 20~30%정도로 낮은 단점을 가지고 있다. 32인치 TFT-

LCD의 BLU에 사용되는 LED의 개수는 약 400정도이며(LED 1개당 소모전력을 1W정도), 여기서 발생되는 열은 대략

280W정도이다. 이러한 고열을 방열하지 못하면, LED가 실장된 LED인쇄회로기판의 단락을 유발하여 BLU 동작 불능을

야기시키고, 관련 전자부품들이 고온 환경에서 동작함에 의하여 내구성 및 신뢰성이 크게 저하된다.

  종래 액정표시장치의 BLU 광원으로 주로 사용되는 냉음극형광램프는 발열량이 LED에 비하여 매우 적어, BLU를 수용

하는 구조체인 BLU프레임(60)을 방열체로 사용하거나 또는 그 후면부에 핀 형상의 방열체(100)를 장착하여 광원 등 발열

원으로부터 발생되는 열을 자연대류 혹은 강제대류를 이용하여 외부로 방열시킨다.

  도2는 종래 기술에 의한 액정표시장치의 방열구조를 나타낸다. 최근 들어 액정표시장치의 BLU 광원으로 LED 채용이 증

가되고 있는 추세이다. LED(51)에서 발생한 열을 BLU프레임(60) 후면에 장착된 방열체(100)를 통하여 외부로 방열시키

고 있지만, 방열체(100)의 부피가 증가되어 액정표시장치의 박형화에 역행하는 문제점을 갖고 있다. 또한 방열을 촉진하

기 위하여 대용량 냉각팬을 채용하고 있지만, 큰 소음이 발생하는 문제을 갖고 있다.

고안이 이루고자 하는 기술적 과제

  이에 본 고안은 상기한 종래 기술상의 문제점을 해결하고 나아가 방열성능을 더욱 향상시키기 위하여 안출된 것으로, 본

고안의 목적은 액정표시장치의 박형화 요구를 만족시키면서 방열성능이 우수한 액정표시장치의 방열구조를 제공하는 것

으로, 판형 히트파이프를 LED에서 발생되는 열을 이송하는 매체로 이용하고, 판형 히트파이프 응축부에 결합되어 그 열을

외부로 방열하는 주 수단인 히트싱크를 액정표시장치의 외부 샤시 상부 공간에 위치시킴으로서, 방열 성능이 우수하고 박

형화, 경량화가 가능한 액정표시장치의 방열구조를 제공함에 있다.

고안의 구성 및 작용

  이에 상기한 목적을 달성하기 위해 본 고안은 LED를 광원으로 사용하는 BLU(20)를 포함하는 액정표시장치에 있어서,

판형 히트파이프(200)와 히트싱크(220)가 결합된 냉각모듈이 구비되어 박형,경량화되고 방열성능을 향상시킨 것을 특징

으로 한다.

  상기 판형 히트파이프(200)는 LED패키지회로기판(50) 또는 BLU프레임(60) 후면에 판형 히트파이프(200) 일측의 면이

부착되어 설치되는 것을 특징으로 한다.

  상기 LED패키지회로기판(50) 또는 BLU프레임(60) 후면에 설치되는 판형 히트파이프(200)는 중력방향 기준하여 예각

으로 설치되는 것을 특징으로 한다. 여기서 판형 히트파이프(200) 내 작동유체 이동 공간인 채널(212)의 형성 방향은 상기

판형 히트파이프의 설치방향과 동일하다.

  상기 판형 히트파이프(200)는 박형화와 저열저항화를 위하여 컨테이너(211) 상하면 중 적어도 한면이 일정한 평탄도를

갖는 판형인 것을 특징으로 한다.

  상기 히트싱크(220)는 판형 히트파이프(200) 방열 수단으로 중력방향 기준하여 예각으로 설치된 판형 히트파이프(200)

상부에 설치되는 것을 특징으로 한다.

  상기 평판형 히트파이프(200) 상부에 결합된 히트싱크(220)는 액정표시장치의 박형화를 위하여 제 2샤시(12) 상부의 공

간에 설치되는 것을 특징으로 한다. 여기서 제1 샤시(11) 상부 공간에도 설치 될 수 있다.
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  상기 히트싱크(220)이 설치되는 제 2샤시(12) 상부 공간은 공기 이동의 통로 기능을 수행한다. 제2 샤시(12) 일면에 측

면 환기구(110a), 상면 환기구(110b) 또는 경사면 환기구(110c)가 설치되는 것을 특징으로 한다. 또한 상기 환기구에 강

제대류 유발 수단인 냉각팬(230)이 장착될 수도 있다.

  본 고안의 바람직한 실시예 의하면, 판형 히트파이프(200)를 발열 광소자인 LED(51) 후면측에 중력방향 기준하여 예각

으로 설치하고, 히트싱크(220)를 판형 히트파이프 상부인 동시에 액정표시장치 외부 샤시 상부 공간에 설치함으로서, 액

정표시장치의 박형화에 기여하며, 방열성능 향상을 시켜 액정표시장치 제품 신뢰성과 내구성을 향상시킨다.

  (실시예)

  이하, 본 고안의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

  본 고안의 상세한 설명은 본 고안을 예시한 것으로, 여기서 설명되는 실시예에 한정되지 않고 다른 형태로 구현될 수 있

음을 밝혀둔다. 상기에서 소개되는 실시예는 개시된 내용이 철저하고 완전해질 수 있도록 그리고 당업자에게 본 고안의 사

상과 특징이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제공되는 것이다. 첨부된 도면에 있어서, 본 고안의 특징을 명확하게 전달

하기 위하여 일부는 과장적으로 도시되었다. 또한 본 명세서에서 자세히 설명되지 아니한 액정표시장치의 일반적 부가부

품 및 장치가 구비될 수 있다.

  도3을 참조하여, 본 고안에 따른 액정표시장치의 냉각구조는 LCD패널(30)과 수광소자인 LCD패널(30)에 광원을 제공하

는 백라이트유닛(20), 발열 광소자인 LED(51)에서 발생되는 열을 처리하기 위한 판형 히트파이프(200)와 히트싱크(220)

가 결합된 냉각모듈 그리고 상기부품을 결합하는 제1 샤시(11)와 제 2샤시(12) 및 LED 구동회로 등 제어판(70)을 포함하

여 구성된다.

  백라이트유닛(20)은 도광판(44), 반사시트(43), 확산시트(42), 프리즘시트(41) 등으로 구성되는 광정달부(40)와 그 하부

에 위치되는 광원제공원인 LED(51)가 실장된 LED패키지회로기판(50) 그리고 상기 광전달부(40)와 LED패키지회로기판

(50) 등 BLU 구성요소를 결합시키는 구조체 역할을 하는 BLU프레임(60)으로 구성된다. BLU프레임(60)은 BLU(20) 구

성요소를 지지하는 구조체 역할 외에 부가적으로 LED(51)에서 발생된 열을 확산시키는 방열체 역할도 수행한다.

  도4를 참조하여, 판형 히트파이프(200) 상부에 결합되는 히트싱크(220)는 한개 이상으로 분할되어 결합될 수 있으며, 판

형 히트파이프(200)를 통하여 이송된 열이 히트싱크(220)를 통하여 방출됨에 있어, 서로간의 열간섭을 최소화 하기 위하

여 제2 샤시(12) 상면에 분리벽(120)이 설치된다. 분리벽은 분할된 히트싱크(220) 개수에 비례하여 설치된다. 또한 내외

부의 공기유출입이 원활히 이루어지도록 상면에 상면 환기구(110b)가 형성될 수 있다. 도4와 도5는 강제대류 유발 수단인

냉각팬(230)이 구비된 강제대류에 의한 방열구조를 나타낸다.

  도5를 참조하여, 강제대류 수단인 냉각팬(230)이 없이 판형 히트파이프(200)를 통하여 히트싱크(220)로 이송된 열이 자

연대류에 의하여 열원을 외부로 방열하는 구조를 나타낸 것이다. 자연대류에 의한 방열이 원활히 이루어지도록 하기 위하

여 제2 샤시(12)에 측면 환기구(110a)와 경사면 환기구(110c)를 형성시킨다. 측면 환기구(110a)로 외부의 저온 공기가 유

입되고, 유입된 공기가 히트싱크(220)에서 열을 취득하여, 경사면 환기구(110c)를 통하여 가열된 공기가 외부로 방출되게

된다.

  도6와 도7을 참조하여, 제2 샤시(12)에 수용되어 있는 판형 히트파이프(200)와 히트싱크(220)가 결합된 액정표시장치

의 방열구조를 보여준다. 도6은 냉각팬(230)이 구비된 강제대류에 의한 본 고안의 바람직한 실시예에 의한 액정표시장치

의 방열구조이다. LED(51)에서 발생된 열은 판형 히트파이프(200)를 통하여 상부의 히트싱크(220)로 전달되며, 측면 환

기구(110a) 내측에 장착된 냉각팬(230)에 의한 강제대류에 의하여 외부로 열을 방출하게 된다. 도7은 냉각팬이 구비되지

않은 자연대류에 의한 본 고안의 또 다른 바람직한 실시예에 의한 액정표시장치의 방열구조이다. LED(51)에서 발생된 열

은 판형 히트파이프(200)를 통하여 상부의 히트싱크(220)로 이송되며 측면 환기구(110a) 등에서 유입된 공기는 히트싱크

(220)로부터 열을 취득하여 후면의 경사면 환기구(110c) 등으로 방출된다.

  도8을 참조하여, LED(51)에서 발생된 열이 외부로 방열되는 과정을 설명한다. LED패키지회로기판(50)에 다수개로 실장

된 LED(51)에서 발생된 열은 LED패키지회로기판(50)을 통하여 BLU프레임(60)으로 전달된다. BLU프레임(60)은 BLU

구성요소를 수용시키는 구조체 역활을 수행 하는 동시에 넓은 면적을 이용하여 LED(51)에서 전달된 열을 확산시켜 단위

면적당 열량을 낮추는 방열기능을 수행한다. 따라서, BLU프레임(60)의 재질은 열전도성이 우수한 알루미늄 등이 바람직

하다. BLU프레임(60)으로 전달되어 확산된 열은 판형 히트파이프(200)로 전달되며, 그 열은 내부 작동유체로 전달되어
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액상의 작동유체가 열을 흡수하여 기상으로 변화되어 상부로 이동하게 된다. 이동된 작동유체는 히트싱크(220)가 결합된

응축부에서 냉각팬 또는 자연대류에 의한 측면 환기구에서 유입된 저온의 외부공기에 의하여 열을 방출한다. 외부로 열을

방출한 기상의 작동유체는 액화되어 중력과 모세관력에 의하여 중력방향으로 귀환된다. 이러한 일련의 과정이 반복적으로

이루어짐에 의하여 LED(51)에서 발생한 열을 외부로 방출하게 된다.

  도9을 참조하여, 본 고안에 따른 액정표시장치의 냉각구조에 의하면 히트싱크(200)는 판형 히트파이프(200) 상부에 결

합되어진다. 판형 히트파이프(200)는 LED(51)의 배치에 따라 소폭을 갖은 다수개가 병렬되어 설치되거나 광폭을 갖는 한

개의 판형 히트파이프(200)가 설치된다.

  도10를 참조하여, 판형 히트파이프(200)와 그 상부에 결합된 히트싱크(220)로 구성되는 냉각모듈에서 히트싱크(220)는

제2 샤시(12) 상부의 공간에 위치되어 액정표시장치의 박형화를 가능하게 한다. 판형 히트파이프(200)는 LED패키지회로

기판(50) 후면 또는 BLU프레임(60) 후면에 중력방향 기준하여 예각으로 설치되며, 그 계면에는 열저항을 저감시키기 위

하여 방열 패드 등 열계면재료가 사용된다. 판형 히트파이프(200)의 채널방향은 길이방향이며, 그 설치 방향이 중력방향

일 때 최대 성능을 발휘한다.

  도11을 참조하여, 상기 판형 히트파이프(200)의 채널(212)은 단일로 구성되거나 다수개가 병렬하여 형성된다. 단일채널

인 경우에는 내부 윅을 갖는 원형의 컨테이너(211) 또는 원형 히트파이프를 프레스 등으로 압착하여 평평한 면을 형성시

켜 판형의 히트파이프를 형성한다. 도11의 (b)경우 처럼 압출 또는 인발가공으로 다수개의 채널이 병렬하여 형성된 판형

히트파이프는 프레스 등 부가적 가공이 필요 없으나, 평탄도를 향상하기 위하여 연삭 등 표면연마 가공이 추가될 수 있다.

고안의 효과

  이상에서 설명한 바와 같이, 본 고안에 의한 액정표시장치의 냉각구조에 의하면, 엘이디(51)에서 발생되는 열을 외부로

방열함에 있어, 방열성능이 우수하고 박형화, 경량화된 액정표시장치의 냉각구조를 제공할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  엘이디(LED)를 광원으로 사용하는 백라이트유닛(BLU)을 포함하는 액정표시장치의 냉각구조에 있어서,

  상기 엘이디에서 발생하는 열을 확산 및 이송하는 판형 히트파이프;

  상기 판형 히트파이프의 방열수단으로 판형 히트파이프 상부에 결합되는 다수개의 핀을 갖는 히트싱크;

  상기 판형 히트파이프와 히트싱크를 수용하는 제2 샤시;

  상기 히트싱크가 위치되고 공기유동의 이동구간을 형성하는 제2 샤시 상부 공간;

  상기 히트싱크에 외부 공기의 유출입을 위한 제 2샤시 상부의 측면,상면 또는 경사면에 형성된 환기구를 포함하는 것을

특징으로 하는 액정표시장치의 냉각구조.

청구항 2.

  제 1항에 있어서,

  판형 히트파이프는 엘이디패키지회로기판 또는 백라이트유닛프레임 후면에 설치되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치

의 냉각구조.

청구항 3.

등록실용 20-0401354

- 5 -



  제 1항에 있어서,

  판형 히트파이프는 적어도 한개 이상의 채널을 갖고, 1개 이상의 외부면이 평탄한 것을 특징으로 하는 액정표시장치의

냉각구조.

청구항 4.

  제 1항에 있어서,

  판형 히트파이프와 히트싱크는 일체형 또는 분리형으로 결합되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 냉각구조.

청구항 5.

  제1항에 있어서, 제 2샤시 상부의 측면,상면 또는 경사면에 형성된 환기구에 강제대류 유발 수단인 냉각팬이 구비되는

것을 특징으로 하는 액정표시장치의 냉각구조.
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摘要(译)

本主题创新是通过提供高的热模块提供包括使用所述发热光学器件设计
的LED（LED）作为光源，一个板状热管和散热器，耦合的热辐射性能
的背光单元（BLU）的液晶显示装置的热辐射结构可以提高产品的可靠
性和耐用性。散热片一种液晶显示装置被放置在底盘可容纳的在LED中
产生的热的充电量的上部空间的外部，所以能够提供一种液晶显示装置
的薄型化热辐射结构是可能的。 3 指数方面 LED（LED），背光单元
（BLU），液晶显示器（LCD），所述板状热管，散热结构，冷却结构
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